上海硅产业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业                                  股票代码：688126
	投资者关系活动类别
	特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访          □业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
□现场参观          电话会议

	参与单位/个人
	国信、长江、中金、汇丰前海、方正等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。

	时间
	2026年4月30日

	地点
	线上交流

	公司接待人员
	李炜、黄燕、方娜

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、半导体行业和公司2026年第一季度经营情况介绍
2026年第一季度，公司整体营业收入稳步增长，同比去年一季度增长35.22%，同时去年第四季度环比增长0.83%。尽管环比增速温和，但结合行业淡季背景来看，公司依旧实现了整体出货规模、经营体量的持续提升，主业营收增长动能得到有效保持。现阶段公司依然处于战略性扩产投入的阶段，一季度整体依旧承压亏损，归母净利润同比去年一季度有所扩大亏损，这主要是因为公司持续扩产投资、加大研发投入，新增产线折旧固定成本走高，叠加行业硅片价格整体低位运行，所以同比盈利压力更大；但环比来看，公司成本持续优化、产能利用率稳步提升、产品结构不断改善，盈利修复趋势一步一步在兑现。
分业务看，一季度公司核心增长支柱依然是300mm半导体硅片业务，相关产品销量同比大幅增长，收入同步走高，国产替代出货份额持续提升。虽然行业整体价格依旧偏弱，没能完全改善盈利水平，但规模放量速度、客户认证进度、头部晶圆厂合作深度，都优于年初预期。200mm及以下半导体硅片业务保持平稳运行，通过不断调整产品结构、优化客户订单，稳住基本盘、稳住现金流，保障公司整体经营平稳过渡。
整体产能方面，300mm半导体硅片上海和太原的扩产项目产能持续、有序爬坡，坚持以市场需求定产能节奏，稳步提升开工负荷。随着订单逐步落地、交付持续放量，产能利用率一季比一季向好，太原工厂的正片占比也明显提高，这为后续毛利修复、扭亏减亏打下了扎实的基础。
公司始终深耕降本增效、优化运营效率、严控各项开支、提升产线良率，用精细化经营对冲行业下行压力，一步一步夯实经营基本面。
后续，我们坚定看好国内市场的长期需求，看好300mm半导体硅片国产替代成长空间。后续公司会继续稳规模、保出货、优结构、提毛利，坚持产能有序释放。今年全年，公司预计会保持营收的稳健增长，300mm半导体硅片销量持续提升，同时做好内部的精细化管理、降本增效以及产品结构调整等工作，争取尽早实现经营业绩的明显改善。

2、交流问答
问1：一季度的毛利率改善的原因以及后续趋势
答：改善主要是来自于300mm半导体硅片产能利用率的提升以及产品结构的持续优化。后续随着市场回暖及价格企稳，毛利率应该也会进一步得到改善。

问2：目前的折旧情况、分布以及后续趋势
答：2025年全年折旧13亿元左右，今年一季度约在3-4亿元之间，后续随着产能建成后在建工程转固，预计将在扩产项目全面达产后达到折旧高峰，进而相对稳定并逐步下降。目前整体约三分之二折旧在300mm业务。

问3：研发费用的投向
答：公司研发费用主要投向两大领域，一是300mm半导体硅片，持续开展面向汽车电子、储能、人工智能、硅光及大数据等新兴应用领域的核心产品开发和技术攻关，二是300mm SOI产品，目前也处在射频、高压以及硅光等各类产品的开发、客户认证、以及产能爬坡的过程中。

问4：300mm硅片的中长期供需情况
答：长期来看，全球晶圆厂建设，特别是中国的持续建设，支撑了对300mm硅片的长期需求。短期来看，受存储等应用端的拉动，需求旺盛，但价格竞争激烈。总体来说，对行业整体还是偏乐观；就公司来讲，会继续加快产能建设，进一步积极开拓国内外市场。

问5：硅片价格情况
答：去年四季度和今年一季度的情况来看，半导体硅片价格已经基本企稳。后续随着需求端的改善，价格预计会有所修复。

问6：促进毛利改善的因素
答：价格的变动、产能利用率的提升、产品结构的优化、工艺改善以及精细化管理都会对毛利改善有重要影响。

问7：海外市场开拓的可能性和机会
答：公司一直就不是只做国内市场，不管是200mm还是300mm业务都有一定的海外客户基础，一直都具备产品出口能力。去年起，公司已经加大海外销售力度，海外销售规模及占比预计将持续提高。

问8：SOI产品的应用及公司现有产能分配
答：SOI可广泛应用于硅光、射频、高压等领域，不同应用有不同的技术路线。从国内市场需求以及我们目前的产能角度来讲，射频和硅光会略多一些。
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	日期
	2026年4月30日



